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(57) Abstract 



The invention concerns a data carrier (46) with a component (31) housed in the body (14) of the data carrier (AGS smA with * ™n r>\ 
QI4> and the windings (3) of the coil (2) are disposed at least in their region adjacent the comDonent f3n in a windinp 

(57) Zusammentossung 

Bel einem Datentrtger (46) mit einem in den DatenWgerkoiper (14) des Datentrtgeis (46) aufeenommenen Bauteil ran unH mil ,;„„ 
m den DatenWgertSrper (14) aufgenommenen Spule (2) liegt der Bauteil (31) in einem Baute-lnKSffif) fa Murium 
(14) und hegen d« Spulenwindungen (3) der Spule (2) zumindest in Uuem zu dem Bauteil otZE^1?^MS 
des Bautolnweaubemiehes (Z2) liegenden Windungsniveaubemieh (21) und teichen von zwei mZSK ^(M^HSSmS 
zwe. SpulenanschluBkontakten (4. 5) die einen ober mindeaens einen Teil des BauteUnlveau^^^^Tden^deL 
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Datentrager mit einem einen Bauteil aufweisenden Modul und mit einer Spule 
und Verfahren zum Herstelien ernes solchen Datentragers sowie Modul hierfur 

5 Die Erfindung bezieht sich auf einen Datentrager mit einem Datentragerkorper, der von 
einer KSrperflache begrenzt ist und in den ein Modul und eine gegenuber dem Modul 
separate, Spulenwindungen und mindestens zwei SpulenanschluBkontakte aufweisende 
Spule aufgenommen ist, wobei der Modul einen plattenfbrmigen Trager, der im 
wesentlichen parallel zu der besagten Kflrperflache veriauft und der von einer der besagten 

10 Kdrperflache zugewandten ersten Tragerhauptflache und von einer von der besagten 

Kdrperflache abgewandten und zu der ersten Tragerhauptflache im wesentlichen parallelen 
zweiten Tragerhauptflache begrenzt ist, und mindestens einen Bauteil, der in den 
Datentragerkorper aufgenommen und mit dem Trager verbunden und gegenuber der 
zweiten Tragerhauptflache erhaben ist und der in einem sich quer zu der besagten 

1 5 Kdrperflache erstreckenden Bauteilniveaubereich liegt, und mindestens zwei 

ModulanschluBkontakte aufweist, die mit dem Trager verbunden und in dem Bereich der 
zweiten Tragerhauptflache vorgesehen sind, und wobei die Spulenwindungen der Spule in 
einem sich quer zu der besagten Kdrperflache erstreckenden Windungsni veaubereich liegen 
und wobei jeder SpulenanschluBkontakt in einer quer zu der zweiten Tragerhauptflache 

20 verlaufenden Richtung einem ModulanschluBkontakt gegenuberliegt und mit letzterem in 
elektrisch leitender Verbindung steht. 

Weiters bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Herstelien einer Datentragers, 
bei dem ein Datentragerkdrper hergestellt wird, der von einer Kdrperflache begrenzt ist, und 
bei dem beim Herstelien des Datentragerkdrpers eine Spule, die Spulenwindungen und 

25 mindestens zwei SpulenanschluBkontakte aufweist, in den Datentragerkorper aufgenommen 
wird, wobei die Spulenwindungen in einem sich quer zu der besagten Kdrperflache 
erstreckenden Windungsniveaubereich zu liegen kommen, und bei dem in den 
Datentragerkdrper ein Modul aufgenommen wird, der einen plattenfbrmigen, von einer 
ersten Tragerhauptflache und von einer zu der ersten Tragerhauptflache im wesentlichen 

30 parallelen zweiten Tragerhauptflache begrenzten Trager und einen mit dem Trager 

verbundenen, gegenuber der zweiten Tragerhauptflache erhabenen Bauteil und mindestens 
zwei mit dem Trager verbundene, im Bereich der zweiten Tragerhauptflache vorgesehene 
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ModuIanschluBkontakte aufweist, wobei die erste Tragerhauptflache der besagten 
Korperflache zugewandt und die zweite Tragerhauptflache von der besagten Kbrperflache 
abgewandt zu liegen kommen und wobei der Bauteil in einem sich quer zu der besagten 
Korperflache erstreckenden Bauteilniveaubereich zu liegen kommt, und bei dem je ein 
ModulanschluBkontakt und je ein SpulenanschluBkontakt in einer quer zu der zweiten 
Tragerhauptflache veriaufenden Richtung einander gegenuberliegend zu liegen kommen und 
in elektrisch leitende Vcrbindung gebracht werden. 

Weiters bezieht sich die Erfindung auf einen Modul, der bei einem Datentrager gemaB 
der vorstehend im ersten Absatz angefiihrten Gattung und zum Verwenden bei einem 
Verfahren gemaB der vorstehend im zweiten Absatz angefiihrten Gattung einsetzbar ist und 
der einen plattenfbrmigen Trager, der von einer ersten Tragerhauptflache und von einer zu 
der ersten Tragerhauptflache parallelen zweiten Tragerhauptflache begrenzt ist, und einen 
mit dem Trager verbundenen, gegenuber der zweiten Tragerhauptflache erhabenen Bauteil 
und mindestens zwei mit dem Trager verbundene, im Bereich der zweiten 
Tragerhauptflache sich befindende, zum Zusammenwirken mit SpulenanschluBkontakten 
vorgesehene Modul-anschluBkontakte aufweist. 

Ein solcher als Chipkarte ausgebildeter Datentrager gemaB der vorstehend im ersten 
Absatz angefiihrten Gattung und ein Verfahren gemaB der vorstehend im zweiten Absatz 
angefiihrten Gattung sowie ein Modul gemaB der vorstehend im dritten Absatz angefiihrten 
Gattung sind beispielsweise aus dem Dokument EP 0 682 321 A2 bekannt. 

In dem Dokument EP 0 682 321 A2 ist in den Figuren 1 und 2 eine Chipkarte offenbart, 
die in einer gelaufigen Laminiertechnik hergestellt wird und deren Datentragerkdrper durch 
einen Kartenkflrper gebildet ist und bei der ein einen Bestandteil eines Moduls bildender, in 
den Kartenkorper der Chipkarte aufgenommener Chip als Bauteil des Moduls im Bereich 
einer zweiten Tragerhauptflache eines ebenfalls einen Bestandteil des Moduls bildenden 
Tragers fur den Chip vorgesehen ist und gegenuber dieser zweiten Tragerhauptflache 
erhaben ist und bei der aber die ModuIanschluBkontakte an einer ersten Tragerhauptflache 
des Tragers vorgesehen sind, und zwar deshalb, weii eine in den Kartenkdrper 
aufgenommene Spule mit ihren Spulenwindungen und auch mit ihren mit den 
ModulanschluBkontakten in leitende Verbindung gebrachten SpulenanschluBkontakten in 
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einem zwischen einer als besagte Korperflache anzusehenden ersten Kflrperhauptflache des 
Kartenkdrpers und der ersten Tragerhauptflache des Tragers Iiegenden 
Windungsniveaubereich liegt. Bei dieser bekannten Chipkarte ist es daher erforderiich, 
zwischen dem Chip bzw. dessen ChipanschluBkontakten und den ModulanschluBkontakten 
5 durch den Trager hindurchgehende elektrisch leitende Verbindungen vorzusehen, was einen 
zusatzlichen Aufwand darstellt, der die Herstellung des aus dem Trager und dem Chip 
sowie den ModulanschluBkontakten bestehenden M oduls verteuert und folglich zu einer 
Verteuerung der Chipkarte filhrt. 

In dem Dokument EP 0 682 321 A2 ist in den Figuren 3 und 4 eine weitere bekannte 

1 0 Chipkarte offenbart, die ebenso in einer gebrauchlichen Laminiertechnik hergestellt wird 
und deren Datentragerkorper durch einen Kartenkdrper gebildet ist und bei der ein Modul 
vorgesehen ist, bei dem ein Chip als Bauteil des Moduls im Bereich einer zweiten 
Tragerhauptflache eines Tragers des Moduls vorgesehen ist und gegenuber dieser zweiten 
Tragerhauptflfiche erhaben ist und bei dem die ModulanschluBkontakte ebenso wie der Chip 

1 5 im Bereich dieser zweiten Tragerhauptflache vorgesehen sind, und zwar deshalb, weil eine 
Spule mit ihren Spulenwindungen und auch mit ihren mit den ModulanschluBkontakten in 
leitende Veibindung gebrachten SpulenanschluBkontakten in einem zwischen der zweiten 
Tragerhauptflache des Tragers und einer der ersten Korperhauptflache gegeniiberliegenden 
zweiten Korperhauptflache des Kartenkdrpers Iiegenden Windungsniveaubereich liegt. Bei 

20 dieser bekannten Karte liegt aber die Spuie mit ihren Spulenwindungen und ihren 
SpulenanschluBkontakten in einem innerhalb des Bauteilniveaubereiches Iiegenden 
Windungsniveaubereich, wodurch erforderiich ist, daB die Spulenwindungen in jenem 
Bereich, in dem sich der Chip befindet, einen gegenuber dem Chip ausweichenden Verlauf 
aufweisen mussen, was aufgnind der auBerst knappen Raumverhaltnisse in diesem Bereich 

25 zu Schwierigkeiten bei der Ausbildung der Spule hinsichtlich des Verlaufes der 
Spulenwindungen in diesem Bereich filhrt. 



Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend angefiihrten Probleme und 
30 Schwierigkeiten auf einfache Weise und mit einfachen Mitteln zu vermeiden und einen 
Datentrager entsprechend der eingangs im ersten Absatz angefiihrten Gattung sowie ein 
Verfahren entsprechend der eingangs im zweiten Absatz angefiihrten Gattung sowie einen 
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Modu! entsprechend der eingangs im dritten Absatz angefiihrten Gattung zu verbessern und 
hierdurch einen vert>esserten DatentrSger zu erhalten, bei dem keine als Folge der 
Anwesenheit eines Bauteils des Moduls bedingte Einschrankungen im Hinblick auf den 
Verlauf der Spulenwindungen der Spule gegeben sind und bei der trotzdem eine auBerst 
5 einfache und billige, trotzdem aber zuverlfcssige elektrische Verbindung zwischen den 
Spulenanschluflkontakten und den mit diesen in elektrisch leitender Verbindung stehenden 
ModulanschluBkontakten erreicht ist. 

Zur LGsung der vorstehend angefiihrten Aufgabe ist bei einem Datentrtger entsprechend 
der eingangs im ersten Absatz angefiihrten Gattung gem&B derErfindung vorgesehen, daB 

10 die Spulenwindungen der Spule zumindest in ihrem zu dem Bauteil benachbarten Bereich in 
einem auBerhalb des Bauteilniveaubereiches Hegenden Windungsniveaubereich liegen und 
daB von den ModulanschluBkontakten und von den Spulenanschluflkontakten die einen 
iiber mindestens einen Teil des Bauteilniveaubereiches bis zu den anderen reichen. 

Durch die erfindungsgemaBen MaBnahmen ist auf eine SuBerst einfache und preiswerte 

15 Art und Weise und praktisch ohne zusatzliche Mittel enreicht, dafl der Verlauf der Spulen- 
windungen der Spule und die Ausbildung der Spule keinen einschrfinkenden EinflQssen 
durch die Anwesenheit eines Bauteils des Moduls unterliegen und daB writers die 
SpulenanschluBkontakte und die mit diesen in elektrischer Verbindung stehenden 
ModulanschluBkontakte in sicherer Kontaktverbindung stehen und daB bezuglich der 

20 ModulanschluBkontakte keine besonderen MaBnahmen hinsichtlich ihres Anordnens an dem 
Trfiger des Moduls und ihres Verbindens mit dem Bauteil bzw. dessen 
BauteilanschluBkontakten erforderlich sind, 

Bei einem erfindungsgemaBen Datentrager, bei dem die SpulenanschluBkontakte 
gemeinsam mit dem Spulenwindungen der Spule in dem Windungsniveaubereich liegen, wie 

25 dies an sich ebenfalls aus dem Dokument EP 0 682 321 A2 bekannt ist, hat sich als 
vorteilhaft erwiesen, wenn die ModulanschluBkontakte im wesentlichen sich im Niveau- 
bereich der zweiten Tragerhauptflache befmden und wenn die Spule aus einem Spulendraht 
bestehende Spulenwindungen aufweist und die SpulenanschluBkontakte durch gegenuber 
den Spulenwindungen abgewinkelte, aus dem Windungsniveaubereich herausragende 

30 Drahtenden gebildet sind, die sich iiber mindestens einen Teil des Bauteilniveaubereiches 
erstrecken und bis zu den ModulanschluBkontakten reichen. Auf diese Weise ist erreicht, 
daB vorteilhaftenveise ein ublicher Modul bei einem erfindungsgemaBen Datentrager zum 
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Einsatz kommen kann. 

Bei einem erfindungsgemaBen Datentrager , bei dem die SpulenanschluBkontakte 
gemeinsam mit den Spulenwindungen der Spuie in dem Windungsniveaubereich liegen, wie 
dies an sich ebenfalls aus dem Dokument EP 0 682 321 A2 bekannt ist, hat sich aber auch 
5 als sehr vorteilhaft enviesen, wenn die ModulanschluBkontakte den Bautei) niveaumaflig 
uberragen und durch den Bauteilniveaubereich hindurch bis zu den in dem Windungs- 
niveaubereich liegenden SpulenanschluBkontakten reichen. Dies ist im Hinblick auf eine 
mdglichst einfache Ausbildung der Spule bei einem erfindungsgemaBen Datentrager 
besonders vorteilhaft. 

10 Bei einem erfindungsgemaBen Datentrager hat sich weiters als sehr vorteilhaft enviesen, 
wenn der Datentr&gerkdrper eine Ausnehmung aufweist, die in die besagte Korperflache 
mUndet und in die der Modul eingesetzt ist, und wenn in einem von der besagten 
Korperflache abgewandten Bodenbereich der Ausnehmung mindestens zwei von der 
Ausnehmung bis zu den SpulenanschluBkontakten reichende Zugange vorgesehen sind, 

15 durch die hindurch die ModulanschluBkontakte mit den SpulenanschluBkontakten in 

elektrisch leitender Verbindung stehen. Eine solche Ausbildung hat sich im Hinblick auf eine 
sehr preiswerte Herstellbarkeit als sehr gunstig enviesen. 

Bei einem wie im vorstehenden Absatz angefuhrten erfindungsgemaBen Datentrager hat 
sich als besonders vorteilhaft enviesen, wenn die Ausnehmung und die Zugange zu den 

20 SpulenanschluBkontakten durch einen Fr&svorgang hergestellt sind. Dies ist im Hinblick auf 
eine hochprazise Herstellbarkeit der zum Aufnehmen des Moduls vorgesehenen 
Ausnehmung und der Zugange zu den SpulenanschluBkontakten besonders vorteilhaft. 

Bei einem erfindungsgemaBen Datentrager mit einer Ausnehmung und mit im Boden- 
bereich der Ausnehmung vorgesehenen Zug&ngen zu den SpulenanschluBkontakten konnen 

25 die durch die Zugange hindurch mit den SpulenanschluBkontakten in elektrisch leitender 
Verbindung stehenden ModulanschluBkontakte elastisch nachgiebig ausgebildet sein und 
ausschlieBlich auf Basis ihrer elastischen Nachgiebigkeit mit den SpulenanschluBkontakten 
in elektrisch leitender Verbindung stehen. Als besonders vorteilhaft hat sich aber enviesen, 
wenn in den Zugangen ein elektrisch leitendes Klebemittel vorgesehen ist, mit dem die 

30 ModulanschluBkontakte und die SpulenanschluBkontakte elektrisch leitend miteinander 
verbunden sind. Auf diese Weise ist eine besonders sichere elektrische Verbindung zwischen 
den SpulenanschluBkontakten und den ModulanschluBkontakten erreicht. 
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Bei einem erfuidungsgemafien Datentrager, bei dem die SpulenanschluBkontakte 
gemeinsam mit den Spulenwindungen der Spule in dem Windungsniveaubereich liegen, hat 
sich weiters a!s besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die Spulenwindungen und die 
SpulenanschluBkontakte der Spule durch mit einem Siebdruclcverfahren hergestellte 
5 Leiterbahnen gebildet sind. Auf diese Weise sind die Vorteile von Siebdruckverfahren, 
deren Anwendung bei der Herstellung von Spulen fiir Datentrager an sich bekannt ist, auch 
bei einem erfindungsgemafien Datentrager vorteilhaftenveise ausgenOtzt. 

Im vorstehend angefuhrten Zusammenhang hat sich weiters als sehr vorteilhaft erwiesen, 
wenn die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch mit einem 

1 0 Siebdruckverfahren unter Verwendung einer Silberleitpaste hergestellte Leiterbahnen 
gebildet sind. Dies erweist sich in der Praxis als besonders gunstig. 

Bei einem erfindungsgemaBen Datentrager, bei dem ein einen Bauteil tragender Modul in 
eine in eine K6rperflache des Datentragerkarpers mundende Ausnehmung eingesetzt ist, 
wobei dann die erste Tragerhauptflache des Tragers des Moduls ublicherweise von 

15 auBerhalb des Datentragers sowohl mechanisch abtastbar als auch visuell wahrnehmbar ist, 
kann die erste Tragerhauptflache des Tr&gers des Moduls zur Erzielung eines optischen 
Effektes mit einer Bedruckung versehen sein. Es kann aber auch sehr vorteilhaft sein, wenn 
mit dem Trager des Moduls im Bereich seiner ersten Tragerhauptflache vorgesehene 
weitere ModulanschluBkontakte verbunden sind, die zum Zusammenwirken mit von 

20 auBerhalb des Datentragers mit ihnen in Kontaktverbindung bringbaren Gegenkontakten 
ausgebildet sind. Auf diese Weise ist erreicht, daB in einem solchen Datentrager als Bauteil 
ein sogenannter Doppel-Zweck-Chip zum Einsatz kommen kann, dessen im Bereich der 
zweiten Tragerhauptflache vorgesehene ModulanschluBkontakte mit den 
SpulenanschluBkontakten einer Spule verbunden sind, die zum beriihrungslosen 

25 Datenaustausch zwischen dem Doppel-Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und 
gegebenenfalls zur beriihrungslosen EnergieQbertragung zu dem Doppel-Zweck-Chip 
vorgesehen ist, und dessen im Bereich der ersten Tragerhauptflache vorgesehene weitere 
ModulanschluBkontakte zum kontaktbehafteten Datenaustausch zwischen dem Doppel- 
Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und zur kontaktbehafteten Energieubertragung 

30 zu dem Doppel-Zweck-Chip vorgesehen sind. 

ErfindungsgemaBe Datentrager kdnnen unterschiedlichen Zwecken dienen und 
verschiedene Formen aufweisen, beispielsweise eine Schlusselform, eine Stabform und 
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andere Forxnen. In diesem Zusammenhang ist noch ausdriicklich festzustellen, daB bei 
diesen Formen von erfindungsgemaBen Datentragern unter der besagten K6rperflache nicht 
unbedingt die flachenmaBig grtiBte Korperbegrenzungsflache zu verstehen ist. Bei einer 
Stabform kann die im vorliegenden Zusammenhang die besagte Kdrperflache darstellende 
5 Kdrperbegrenzungsflache durch eine Stirnflache des stabfbrmigen Datentragers gebildet 
sein. Dies gilt ebenso fur einen schlusselfbrmigen Datentrager und auch andersfformige 
Datentrager. Eine besonders bevorzugte Variante eines erfindungsgemaUen Datentragers ist 
dadurch gekennzeichnet, daB der Datentrager als Chipkarte ausgebildet ist. 

Ein Verfahren gemSB der eingangs im zweiten Absatz angefuhrten Gattung ist gemaB 

10 der Erfindung dadurch gekennzeichnet, daB die Spulenwindungen der Spule beim Herstellen 
des Datentragerk&rpers zumindest in ihrem zu dem Bauteil benachbarten Bereich in einen 
aufierhalb des Bauteilniveaubereiches liegenden Windungsniveaubereich gebracht werden. 
Mit einem solchen erfindungsgem&Ben Verfahren sind erfindungsgem&Be Datentrager auf 
sehr preiswerte und zuverlassige Weise mit hoher Qualitat und hoher Prazision in einer 

1 5 Massenproduktion herstellbar. 

Bei einem erfindungsgemaBen Verfahren, bei dem die SpuienanschluBkontakte 
gemeinsam mit den Spulenwindungen der Spule in den Windungsniveaubereich gebracht 
werden, wie dies an sich ebenfalls aus dem Dokument EP 0 682 321 A2 bekannt ist, hat sich 
als vorteilhaft erwiesen, wenn zum Aufhehmen in den DatentragerkGrper ein Modul, bei 

20 dem die ModulanschluBkontakte sich im wesentlichen im Niveaubereich der zweiten 
Tragerhauptflache befinden, und eine Spule mit aus einem Spulendraht bestehenden 
Spulenwindungen verwendet wird, bei der die SpuienanschluBkontakte durch gegeniiber 
den Spulenwindungen abgewinkelte, aus dem Windungsniveaubereich herausragende 
Drahtenden gebildet sind, und wenn die die SpuienanschluBkontakte bildenden Drahtenden 

25 durch mindestens einen Teil des Bauteilniveaubereiches hindurch bis zu den 

ModulanschluBkontakten gebracht werden und mit den ModulanschluBkontakten in 
elektrisch leitende Verbindung gesetzt werden. Auf diese Weise ist erreicht, daB 
vorteilhafterweise ein iiblicher Modul bei einem erfindungsgemaBen Verfahren zum 
Einsatz kommen kann. 

30 Bei einem erfindungsgemaBen Verfahren, bei dem die SpuienanschluBkontakte 

gemeinsam mit den Spulenwindungen der Spule in den Windungsniveaubereich gebracht 
werden, wie dies an sich ebenfalls aus dem Dokument EP 0 682 321 A2 bekannt ist, hat sich 
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aber auch als sehr vorteilhaft erwiesen, wenn zum Aufhehmen in den Datentragerkorper ein 
Modul verwendet wird, bei dem die ModulanschluQkontakte den Bauteil des Moduls 
niveaumaflig iiberragen, und wenn die ModulanschluBkontakte durch den Bauteilniveau- 
bereich hindurch bis zu den in dem Windungsniveaubereich Kegenden 
5 SpulenanschluBkontakten gebracht werden und mit den SpulenanschluBkontakten in 
elektrisch leitende Verbindung gesetzt werden. Dies ist im Hinblick auf ein mdglichst 
einfaches Herstellen der Spule bei einem erfindungsgemaBen Verfahren besonders 
vorteilhaft. 

Bei einem erfindungsgemaBen Verfahren hat sich weiters als sehr vorteilhaft erwiesen, 

1 0 wenn in dem hergestellten Datentragerkorper durch Materialabtragung eine Ausnehmung 
hergestellt wird, die in die besagte Korperflache mundet, und wenn in einem von der 
besagten Kdrperflache abgewandten Bodenbereich der Ausnehmung durch Materialab- 
tragung mindestens zwei von der Ausnehmung bis zu den SpulenanschluBkontakten 
reichende Zugange hergestellt werden, und wenn der Modul mit dem Bauteil und den 

1 5 ModulanschluBkontakten voran in die Ausnehmung eingesetzt wird und wenn die 

ModulanschluBkontakte durch die Zugange hindurch mit den SpulenanschluBkontakten in 
elektrisch leitende Verbindung gesetzt werden. Ein solches Verfahren hat sich im Hinblick 
auf ein sehr preiswertes Herstellen eines Datentragers als sehr gunstig erwiesen. 
Im Hinblick auf die Materialabtragung zum Herstellen der Ausnehmung und der 

20 Zugange hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die Materialabtragung zum 

Herstellen der Ausnehmung und der Zugange zu den SpulenanschluBkontakten durch einen 
Frasvorgang erfolgt. Auf diese Weise kann ein relativ groBes Volumen an Material sehr 
schnell und sehr prazise abgetragen werden, wobei Toleranzen von nur einigen Mikro- 
metern eingehalten werden konnen. 

25 Bei einem erfindungsgemaBen Verfahren, bei dem in einem hergestellten 

Datentragerkorper eine Ausnehmung und im Bodenbereich der Ausnehmung Zugange zu 
den SpulenanschluBkontakten hergestellt werden, hat sich als besonders vorteilhaft 
erwiesen, wenn vor dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung durch die Ausnehmung 
und durch die Zugange hindurch mit den SpulenanschluBkontakten eine Priifeinrichtung 

30 zum Priifen der einwandfreien Funktionstuchtigkeit der Spule in Wirkverbindung gebracht 
wird. Hierdurch ist vorteilhafterweise erreicht, daB im Zuge des Herstellens eines 
Datentragers die SpulenanschluBkontakte von auBen her durch die Ausnehmung und die 
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Zug&nge hindurch zug&nglich gemacht werden, $0 dafi mit den SpulenanschluBkontakten 
die AnschluBkontakte einer Priifeinrichtung in elektrisch leitende Verbindung bringbar sind 
und somit prQfbar ist, ob die in einem Datentr&gerktirper aufgenommene und darin 
eingebettete Spule einwandfrei funktionstiichtig ist. Erst nach Erhalt eines positiven 

5 PrQfungsergebnisses wird der in Relation zu den ubrigen Datentragerbestandteilen teure 
Modul in den Datentragerkdrper eingesetzt Hingegen wird bei einem negativen 
Priifiingsergebnis der Datentragerkdrper samt der darin eingebetteten defekten Spule, aber 
ohne eingesetzten Modul ausgeschieden, so dafl kein Modul unntttz vergeudet wird, was im 
Hinblick auf moglichst geringe AusschuBkosten und folglich im Hinblick auf ein mdglichst 

10 kostengiinstiges Herstellen eines Datentragers auBerst vorteilhaft ist. 

Im Hinblick auf ein einwandfreies Herstellen von leitenden Verbindungen zwischen den 
ModulanschluBkontakten und den SpulenanschluBkontakten hat sich als vorteilhaft 
erwiesen, wenn vor dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung in die Zug&nge ein 
elektrisch leitendes Klebemittel eingebracht wird. Auf diese Weise werden besonders gute 

1 5 und sichere sowie alterungsbestandige leitende Verbindungen zwischen den 
ModulanschluBkontakten und den SpulenanschluBkontakten gebildet. 

Als sehr vorteilhaft hat sich weiters erwiesen, wenn vor dem Einsetzen des Moduls in die 
Ausnehmung in einem Randbereich der zweiten Tragerhauptflfcche des Trfigers des Moduls 
ein HeiBschmelz-Klebemittel aufgetragen wird und wenn nach dem Einsetzen des Moduls in 

20 die Ausnehmung auf die erste Tragerhauptfl&che des TrSgers des Moduls ein Heizstempel 
einer Heizvorrichtung zum Aktivieren des HeiBschmelz-Klebemittels aufgesetzt wird. Dies 
ist hinsichtlich eines einfachen und sicheren Festhaltens des Moduls mittels seines Tr&gers 
an dem Datentragerkfirper vorteilhaft. 

Als sehr vorteilhaft hat sich bei einem erfindungsgemaBen Verfahren, bei dem die 

25 SpulenanschluBkontakte gemeinsam mit den Spulenwindungen der Spule in den Windungs- 
niveaubereich gebracht werden, auch noch erwiesen, wenn die Spulenwindungen und die 
SpulenanschluBkontakte der Spule auf eine TrSgerfolie aufgebracht werden und wenn 
danach die Tragerfolie mit den auf ihr aufgebrachten Spulenwindungen und 
SpulenanschluBkontakten der Spule mit mindestens einer weiteren Folie gestapelt wird, 

30 wobei die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule zwischen der 

Tragerfolie und einer Deckfolie zu liegen kommen, und wenn danach die gestapelten Folien 
durch einen Laminiervorgang zum Herstellen des Datentragerkorpers laminiert werden. Auf 
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diese Weise ist erreicht, daB die von einer ublichen und gebr&uchiichen Laminiertechnilc her 
bekannten Vorteile auch bei einem erfindungsgem&Ben Verfahren ausgenQtzt werden. 

Im vorstehend angefuhrten Zusammenhang hat sich als besonders vorteiihaft erweisen, 
wenn ais Tragerfolie, auf die die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der 
5 Spule aufgebracht werden, eine aus Polycarbonat bestehende Folie verwendet wird. Eine 
solche Folie aus Polycarbonat hat sich in der Praxis als besonders vorteiihaft erwiesen, weil 
beim Laminiervorgang die Spule samt ihren SpulenanschluBkontakten in eine solche Folie 
gleichmaBig eingedriickt wird und folglich die Spule samt ihren SpulenanschluDkontakten 
praktisch ohne mechanische Belastungen und Spannungen im fertiggestellten 

1 0 Datentragerkdrper eingebettet ist. 

Hierbei hat sich weiters als sehr vorteiihaft erwiesen, wenn als Deckfolie, die beim 
Stapeln der Folien den Spulenwindungen und den SpulenanschluBkontakten der Spule 
unmittelbar gegenuberliegt, eine aus Polyvinylchlorid bestehende Folie verwendet wird. Mit 
einer solchen Folie aus Polyvinylchlorid als Deckfolie wird das gleichmiBige Eindrilcken 

1 5 und Einbetten der Spule gunstig unterstutzt 

Hierbei hat sich weiters auch noch als sehr vorteiihaft erwiesen, wenn die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch Aufbringen eines 
leitfahigen Materials auf die Tragerfolie in einem Siebdruckvorgang hergestellt werden. Auf 
diese Weise sind die Vorteile von Siebdruckverfahren, deren Anwendung zum Herstellen 

20 von Spulen fur Datentrager an sich bekannt ist, auch bei einem erfindungsgemaBen 
Verfahren vorteilhafterweise ausgeniitzt. 

Im vorstehend angefuhrten Zusammenhang hat sich weiters als sehr vorteiihaft erwiesen, 
wenn die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch Aufbringen 
einer Silberleitpaste auf die Tragerfolie in einem Siebdruckvorgang hergestellt werden. Dies 

25 erweist sich in der Praxis als besonders gunstig. 

Ein Modul gem&B der eingangs im dritten Absatz angefuhrten Gattung ist gem&B der 
Erfindung dadurch gekennzeichnet, daB die zum Zusammenwirken mit 
SpulenanschluBkontakten vorgesehenen ModulanschluBkontakte in einer senkrecht von der 
zweiten Trfigerhauptfl&che weg weisenden Richtung den Bauteil niveaumaflig iiberragen. 

30 Ein solcher gemaB der Erfindung ausgebildeter Modul ist vorteilhafterweise bei einem 
erfindungsgemaBen Datentrager mit einer in dessen Datentragerkdrper vorgesehenen 
Ausnehmung und mit im Bodenbereich der Ausnehmung vorgesehenen Zugangen zu den 
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SpuIenanschluBkontakten und bei einem erfindungsgemaBen Verfahren zum Herstellen eines 
solchen erfindungsgemaBen Datentragers einsetzbar. 

Die vorstehend angefuhrten Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen aus den 
nachfolgend beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen hervor und sind anhand dieser 
5 Ausfuhrungsbeispiele erlautert. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von drei in den Zeichnungen dargestellten 
AusfUhmngsbeispielen weiter erlautert, auf die die Erfindung aber nicht beschrankt ist. 
10 Die Figur 1 zeigt in einem Querschnitt gemaB der Linie M in der Figur 2 einen Teil einer 
groflflachigen Tragerfolie, auf der eine Vielzahl von Spulen angebracht sind, von denen nur 
eine Spulemit ihren Spulenwindungen und mit ihren beiden SpuIenanschluBkontakten 
dargestellt ist. 

Die Figur 2 zeigt in einem Schnitt gemaB der Linie II-II in der Figur 1 eine auf die 
1 5 groBflachige Tragerfolie aufgebrachte Spule mit ihren Spulenwindungen und mit ihren 
beiden SpuIenanschluBkontakten. 

Die Figur 3 zeigt analog wie die Figur 1 einen Folienstapel, der aus insgesamt sechs 
groflflachigen Folien besteht und der die groBflachige Tragerfolie gemaB der Figur 1 
enthalt. 

20 Die Figur 4 zeigt analog wie die Figuren 1 und 3 einen groflflachigen Folienkorper, der 
durch Laminieren des Folienstapels gemaB der Figur 3 erhalten wird und in den eine 
Vielzahl von Spulen samt ihren SpuIenanschluBkontakten eingebettet sind. 

Die Figur 5 zeigt analog wie die Figuren 1, 3 und 4 einen Kartenkdrper einer Chipkarte, 
der durch Ausstanzen aus dern Folienkorper gemaB der Figur 4 erhalten wird und in den 
25 eine Spule samt ihren beiden SpuIenanschluBkontakten eingebettet ist. 

Die Figur 6 zeigt analog wie die Figuren 1,3,4 und 5 den Kartenkorper gemaB der 
Figur 5, der eine Ausnehmung und zwei von der Ausnehmung bis zu den beiden 
SpuIenanschluBkontakten reichende Zugange aufweist. 

Die Figur 7 zeigt analog wie die Figuren 1, 3, 4, 5 und 6 den Kartenkdrper gemaB der 
30 Figur 6, wobei in die Zugange ein elektrisch leitendes Klebemittel eingebracht ist und ein 
Modul sich uber der Ausnehmung in dem Kartenkorper befindet. 

Die Figur 8 zeigt analog wie die Figuren 1, 3, 4, 5, 6 und 7 eine fertiggestellte Chipkarte 
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als Datentrager gemflB einem ersten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, bei der in die Aus- 
nehmung ihres Kartenkdrpers ein Modul eingesetzt ist. 

Die Figur 9 zeigt analog wie die Figur 8, jedoch ausschnittsweise und in einem 
gegenOber der Figur 8 etwa vierfach grdBeren Maflstab die fertiggestellte Chiplcarte mit 
5 dem in die Ausnehmung eingesetzten Modul, wobei zwei ModulanschluBkontakte und die 
beiden SpulenanschluOkontakte mit einem elektrisch leitenden Klebemittel elektrisch leitend 
miteinander verbunden sind. 

Die Figur 10 zeigt analog wie die Figur 9 eine fertiggestellte Chipkarte als Datentrager 
gemaB einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, die einen ebenfalls in einer 
10 Laminiertechnik hergestelhen KartenkGrper aufweist und bei der zwei ModulanschluB- 
kontakte elastisch nachgiebig ausgebildet sind und ausschlieBlich auf Basis ihrer elastischen 
Nachgiebigkeit mit zwei SpulenanschluBkontakten in elektrisch leitender 
Kontaktverbindung stehen. 

Die Figur 1 1 zeigt analog wie die Figuren 9 und 1 0 eine fertiggestellte Chipkarte als 
1 5 Datentrfiger gemaB einem dritten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung, die einen in einer 
Kunststoff-SpritzguBtechnik hergestellten Kartenkorper aufweist und bei der eine Spule 
vorgesehen ist, deren Spulenwindungen aus einem sehr dunnen Spulendraht bestehen und 
deren SpulenanschluBkontakte durch abgebogene Drahtenden gebildet sind. 

20 

Nachfolgend wird vorerst anhand der Figuren 1 bis 8 eine mogliche Variante eines 
erfindungsgemaBen Verfahrens zum Herstellen eines erfindungsgemaBen Datentragers 
beschrieben, der als Chipkarte ausgebildet ist. 

Bei einem ersten Verfahrensschritt wird eine in der Figur 1 dargestellte groBflachige 
25 Trfigerfolie 1 einer Siebdruckeinrichtung zugeflihrt. Die Trfigerfolie 1 weist eine 

Flachenabmessung von 530 mm x 660 mm auf. Die Dicke der Tragerfolie 1 betr&gt etwa 
125 urn. Die Tragerfolie 1 besteht aus Polycarbonat, was sich bei dem hier beschriebenen 
Verfahren als sehr vorteilhaft erwiesen hat. 

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt werden in der Siebdruckeinrichtung in einer 
30 Siebdrucktechnik durch Aufbringen eines leitfahigen Materials, im voriiegenden Fall durch 
Aufbringen einer Silberleitpaste, auf die Tragerfolie 1 eine Mehrzahl von Spulen 2 
aufgebracht, di^ im voriiegenden Fall je insgesamt sechs durch Leiterbahnen gebildete 
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Spulenwindungen 3 aufweisen. £s sei erwahnt, daB die Anzahl und die Form der 
Spulenwindungen 3 der Spulen 2 auch anders gewahlt sein kdnnen. Im vorliegenden FaU 
werden zugleich achtundvierzig Spuien auf die groBflachige Tragerfolie I aufgebracht, von 
denen in den Figuren 1 und 2 aber nur eine Spule 2 dargestelit ist. Am freien Ende der 
5 auBersten Spulenwindung und am freien Ende der innersten Spulenwindung jeder Spule 2 
ist je ein rechteckformiger SpuIenanschluBkontakt 4 bzw. 5 vorgesehen. Die beiden 
SpulenanschluBkontakte 4 und 5 sind ebenfalls durch Leiterbahnen gebildet, die analog wie 
die Spulenwindungen 3 auf die Tragerfolie 1 aufgebracht werden. Die Dicke der 
Spulenwindungen 3 bzw. der SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2 betragt etwa 25 

10 urn. Um diese Dicke mittels einer iiblichen Siebdrucktechnik zu erreichen, konnen auch 
mehrere Druckvorgange durchgefuhrt werden, wobei bei jedem nachfolgenden 
Druckvorgang Silberleitpaste auf die beim jeweils vorherigen Druckvorgang aufgebrachte 
Silberleitpaste aufgetragen wird, so daB durch das mehrmalig Qbereinander erfolgende 
Auftragen von Silberleitpaste in einem Siebdruckvorgang die gewunschte Hdhe der 

15 Spulenwindungen 3 und der beiden SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2 erreicht 
werden. 

Durch das vorstehend erlauterte Aufbringen der Spulen 2 auf die Tragerfolie 1 wird das 
in den Figuren 1 und 2 dargestellte Zwischenprodukt erhaiten. 

Bezuglich der Figur 2 ist noch zu erwahnen, daB in derselben mit einer strichpunktierten 
20 Linie 6 die UmriBkontur einer herzustellenden Chipkarte und mit einer weiteren 
strichpunktierten Lime 7 die UmriBkontur eines Tragers eines einen Chip als Bauteil 
enthaltenden Moduls dargestelit sind. 

Bei einem nachsten Verfahrensschritt wird - wie dies in der Figur 3 schematise!) 
dargestelit ist - die groBflachige Tragerfolie 1 mit den auf ihr aufgebrachten Spulen 2 mit 
25 insgesamt im vorliegenden Fall fiinf weiteren Folien 8, 9, 10, 1 1 und 12 gestapelt, wobei die 
Spulen 2 und somit auch ihre SpulenanschluBkontakte 4 und 5 zwischen der Tragerfolie 1 
und einer Deckfolie 1 1 zu liegen kommen. Bezuglich der Deckfolie 1 1 ist zu erwahnen, daB 
es sich hierbei um eine Folie aus Polyvinylchlorid handelt, die eine Dicke von etwa 200 ^im 
aufweist. Die Flachenabmessungen der weiteren Folien 8, 9, 10, 1 1 und 12 stimmen mit der 
30 Flachenabmessung der Tragerfolie 1 nominal uberein. 

BezQglich der Folie 12, die an der von den Spulen 2 abgewandten Fl&chenseite der 
Tragerfolie 1 liegt, ist noch zu erwahnen, daB es sich hierbei ebenfalls um eine Folie aus 
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Polyvinylchlorid handelt, die aber eine Dicke von nur etwa 100 \xm aufweist. Die Folie 8 
besteht ebenso wie die Folie 12 aus Polyvinylchlorid und weist ebenso wie die Folie 12 eine 
Dicke von etwa 100 \im auf. Die Folie 9 besteht ebenso wie die Tragerfolie 1 aus 
Polycarbonat und weist ebenso wie die Tragerfolie 1 eine Dicke von etwa 125 nm auf. Die 
5 Folie 10 besteht ebenso wie die Folie 1 1 aus Polyvinylchlorid und weist ebenso wie die Folie 
1 1 eine Dicke von etwa 200 urn auf. 

Nach dem wie aus der Figur 3 ersichtlichen Stapeln der Folien 8, 9, 10, 1 1, 1 und 12 
werden in einem nachsten Verfahrensschritt die gestapdten Folien durch einen 
Laminiervorgang laminiert. Bei diesem Laminiervorgang werden die Folien 8, 9, 10, 1 1, 1 

10 und 12 unter Einwirkung von Druck und Hitze miteinander verbunden, wobei durch ein 
kontrolliertes Verschmel2en der einzelnen Folien miteinander ein sogenanntes 
Homogenisieren der Folien erfolgt, so dafl ein groBflachiger Folienkfirper 13 erhalten wird, 
wie dieser in der Figur 4 dargestellt ist. In dem groBflachigen Folienkorper 13 mit den 
Flachenabmessungen von 530 mm x 660 mm sind eine Mehrzahl von Spulen 2 eingebettet, 

1 5 wie dies fir eine Spule 2 in der Figur 4 dargestellt ist. 

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt werden mit einem Stanzwerkzeug in einem 
Stanzvorgang bus dem groBflachigen Folienkorper 13 eine Mehrzahl von als 
Datentragerkdrper anzusehenden Kartenkorpern 14 ausgestanzt. Im vorliegenden Fall 
werden aus einem Folienkorper insgesamt achtundvierzig Kartenkflrper 14 ausgestanzt, 

20 von denen einer in der Figur 5 dargestellt ist. Das Ausstanzen des in der Figur 5 

dargestellten Kartenkdrpers 14 aus dem groBflachigen Folienkorper 13 wird entlang der in 
der Figur 2 mit dem Bezugszeichen 6 bezeichneten strichpunktierten Linie vorgenommen. 

Der Kartenkdrper 14 ist von einer ersten Korperhauptflache 1 5 und von einer zu der 
ersten Kdrperhauptflache 15 parallelen zweiten Kdrperhauptflache 16 begrenzt. In dem 

25 Kartenkdrper 14 ist die Spule 2 eingebettet, wobei im vorliegenden Fall sowohl die 

Spulenwindungen 3 der Spule 2 als auch die beiden SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der 
Spule 2 parallel zu den beiden Kdrperhauptflachen 15 und 16 veriaufend in den 
Kartenkdrper 14 aufgenommen sind und in einem sich quer, in diesem Fall senkrecht zu der 
ersten Korperhauptflache 1 5 und in diesem Fall auch zu der zweiten Kdrperhauptflache 16 

30 erstreckenden Windungsniveaubereich Zl des Kartenkdrpers 14 liegen. Im vorliegenden 
Fall liegt der Windungsniveaubereich Zl, in dem die Spule 2 liegt, in einem Abstand Dl von 



WO 97/05571 



-15- 



PCT/IB96/00694 



der zweiten Korperhauptflache 16. Der Abstand Dl weist hierbei einen Wert von etwa 200 
\xm auf 

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt wird mit einem Fraswerkzeug in einem 
Frasvorgang in dem hergestellt en Kartenkorper 14 durch Material abtragung eine 

5 Ausnehmung 17 hergestellt, wie dies aus der Figur 6 ersichtlich ist. Bei dem vorerwahnten 
Frasvorgang werden hierbei zwei Frasschritte durchgefiihrt, wodurch eine Ausnehmung 17 
gebildet wird, die einen im Querschnitt groBeren ersten Ausnehmungsbereich 18 und einen 
im Querschnitt kleineren zweiten Ausnehmungsbereich 19 aufweist. Die Ausnehmung 17 
mundet - wie aus der Figur 6 ersichtlich - in die erste K6rperhauptflache 15, 

10 In dem von der ersten Korperhauptflache 1 5 abgewandten Bodenbereich, und zwar im 
Bereich einer Bodenflache 20 der Ausnehmung 17, werden zwei von der Ausnehmung 17 
bis zu den SpulenanschluBkontakten 4 und 5 reichende Zugange 21 und 22 hergestellt. Die 
beiden Zugange 21 und 22 werden in einem dritten Frasschritt und in einem vierten Fras- 
schritt des vorerwahnten Frasvorganges hergestellt. 

15 In einem nachfolgenden Verfahrensschritt wird durch die Ausnehmung 17 und durch die 
beiden Zugange 21 und 22 hindurch mit den beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 der 
Spule 2 eine in der Figur 6 schematisch mit einer strichpunktierten Linie angedeutete 
Priifeinrichtung 23 zum Priifen der einwandfreien Funktionstuchtigkeit der Spule 2 in 
Wirkverbindung gebracht. Dies erfolgt in der Weise, daB zwei in der Figur 6 schematisch je 

20 mit einem strichpunktierten Pfeil dargestellte Priifkontakte 24 und 25 der Priifeinrichtung 23 
mit den beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 in leitende Verbindung gebracht werden. 
Mit der Priifeinrichtung 23 ist die einwandfreie Funktionstuchtigkeit der Spule 2 feststellbar. 
Wenn mit der Priifeinrichtung 23 eine fehlerhafte bzw. funktionsuntOchtige Spule 2 
festgestellt wird, dann wird der betreffende Kartenkorper 14 samt der darin eingebetteten 

25 defekten Spule 2 ausgeschieden. Wenn mit der Priifeinrichtung 23 ein positives Prufergebnis 
hinsichtlich der einwandfreien Funktionstuchtigkeit der Spule 2 festgestellt wird, dann wird 
der betreffende Kartenkorper 14 samt der darin eingebetteten Spule 2 zum Herstellen einer 
Chipkarte weiterverwendet. 

Bei einem weiteren Verfahrensschritt wird mit einer sogenannten Dispensereinrichtung in 

30 die beiden Zugange 21 und 22 ein elektrisch leitendes Klebemittel 26 eingebracht, wie dies 
in der Figur 7 dargestellt ist. 

Bereits vor dem Einbringen des elektrisch leitenden Klebemittels 26 in die beiden 
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Zugange 21 und 22 wird bei dem hier beschriebenen Verfahren ein sogenannter Modul in 
Bearbeitung genommen. Ein solcher Modul 27 ist in der Figur 7 schematisch dargestellt. 

Der Modul 27 weist einen plattenfbrmigen Trager 28 auf. Der Trager 28 ist von einer 
ersten Tragerhauptflache 29 und von einer zu der ersten Tragerhauptflache 29 parallelen 

5 zweiten Tragerhauptflache 30 begrenzt. Die Flachenabmessungen des Tragers 28 stimmen 
mit den Querschnittsabmessungen des ersten Ausnehmungsbereiches 18 im wesentlichen 
ttberein bzw. sind sie nur geringfugig kleiner. Die UmriBkonturen des ersten 
Ausnehmungsbereiches 18 und des Tragers 28 entsprechen dem in der Figur 2 mit der 
strichpunktierten Linie 7 dargestellten Verlauf. 

10 Der Modul 27 weist weiters einen Chip 3 1 als Bauteil auf, bei dem es sich in bekannter 
Weise urn einen integrierten Baustein handelt. Der Chip 3 1 ist mit dem Trager 28 
verbunden, und zwar an der zweiten Tragerhauptflache 30 des Tragers 28 beispielsweise 
mit einer Klebeverbindung. Wie aus der Figur 7 ersichtlich ist, ist somit der Chip 3 1 
gegeniiber der zweiten Tragerhauptflache 30 erhaben. 

15 Weiters weist der Modul 27 zwei mit dem Trager 28 verbundene, im Bereich der 
zweiten Tragerhauptflache 30 sich befindende, zum Zusammenwirken mit den beiden 
SpulenanschluBkontakten 4 und 5 vorgesehene ModulanschluBkontakte 32 und 33 auf. Die 
beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 sind hierbei stiftformig ausgebildet und in den 
Trager 28 eingesetzt, von dessen zweiter Tragerhauptflache 30 die beiden stiftfbrmigen 

20 ModulanschluBkontakte 32 und 33 in diesem Fall senkrecht abstehen. Die beiden 

ModulanschluBkontakte 32 und 33 sind - was in der Figur 7 nur schematisch dargestellt ist - 
uber je einen sogenannten Bonddraht 34 und 35 mit in der Figur 7 nicht dargestellten 
ChipanschluBkontakten des Chips 31 elektrisch leitend verbunden, die in Fachkreisen haufig 
als Pads bezeichnet werden. In der tatsachlichen Realitat sind die stiftfbrmigen 

25 ModulanschluBkontakte 32 und 33 mit zwei im Bereich der zweiten Tragerhauptflache 30 
des Tragers 28 an dem Trager 28 vorgesehenen, jedoch nicht dargestellten Leiterbahnen 
elektrisch leitend verbunden, und ist jeder der beiden Bonddrahte 34 und 35 mit einer dieser 
beiden Leiterbahnen elektrisch leitend verbunden. 

Zu erwahnen ist noch, daB der Chip 31 und die beiden Bonddrahte 34 und 35 sowie ein 

30 Teil der beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 in eine Umhiillung 36 eingebettet sind, 
die durch eine aus Kunstharz bestehende VerguBmasse gebildet ist. 

Wie aus der Figur 7 ersichtlich ist, weisen bei dem voriiegenden Modul 27 die beiden 
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ModulanschluBkontakte 32 und 33 eine besondere Ausbildung auf, nfimlich dahingehend, 
daB die zum Zusammenwirken mit den beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 
vorgesehenen ModulanschluBkontakte 32 und 33 in einer senkrecht von der zweiten 
Tragerhauptflache 30 weg weisenden Richtung den Chip 31 und im vorliegenden Fall auch 

5 die Umhullung 36 niveaumaBig aberragen. 

Ein wie vorstehend beschriebener Modul 27 wird beispielsweise von einem Hersteller 
solcher Module in hoher Stuckzahl angeliefert, wobei diese Module beispielsweise in einer 
sogenannten Gurtverpackung angeliefert werden. 

Im Zuge des hier beschriebenen Verfahrens wird bei einem weiteren Verfahrensschritt in 

10 einem Randbereich 37 der zweiten Tragerhauptflache 30 des Tragers 28 ein HeiBschmelz- 
Klebemittel 38 aufgetragen, wie dies in der Figur 7 angedeutet ist. 

Danach wird in einem weiteren Verfahrensschritt der Modul 27 mit Hilfe eines in der 
Figur 7 schematisch mit strichpunktierten Linien angedeuteten Bondarmes 39 mit dem Chip 
31 und den beiden ModulanschluBkontakten 32 und 33 voran in Richtung des Pfeiles 40 in 

15 die Ausnehmung 17 eingesetzt. Kerbei treten gegen Ende dieses Einsetzvorganges die 
beiden stiftformigen ModulanschluBkontakte 32 und 33 mit ihren freien Enden 41 und 42 in 
die beiden mit dem elektrisch leitenden Klebemittel 26 geflillten Zugange 21 und 22 ein. 
Hierbei kdnnen je nach Toleranzverhaltnissen die freien Enden 41 und 42 der beiden 
ModulanschluBkontakte 32 und 33 sogar unmittelbar bis zu den beiden 

20 SpulenanschluBkontakten 4 und 5 reichen. Im Regelfall wird aber zwischen den freien 

Enden 41 und 42 der ModulanschluBkontakte 32 und 33 und den SpulenanschluBkontakten 
4 und 5 ein geringfugiger Abstand verbleiben, wie dies in der Figur 9 dargestellt ist. Beim 
Eindringen der freien Enden 41 und 42 der ModulanschluBkontakte 32 und 33 in die 
Zugange 21 und 22 wird das elektrisch leitende Klebemittel 26 etwas aus den Zugangen 21 

25 und 22 herausgedrttckt, wie dies in den Figuren 8 und 9 dargestellt ist. Nach dem Einsetzen 
des Moduls 27 in die Ausnehmung 17 des Kartenkorpers 14 ist der in der Figur 8 
dargestellte Verfahrensstand erhalten. 

In einem weiteren Verfahrensschritt wird auf die erste Tragerhauptflache 29 des Tragers 
28 ein in der Figur 8 schematisch mit zwei Pfeilen angedeuteter Heizstempel 43 einer in der 

30 Figur 8 schematisch mit strichpunktierten Linien angedeuteten Heizvorrichtung 44 zum 
Aktivieren des HeiBschmelz-Klebemittels 38 aufgesetzt. Danach wird von dem aufgesetzten 
Heizstempel 43 Hitze iiber den Trager 28 bis zu dem HeiBschmelz-Klebemittel tibertragen, 
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wonach dann der Heizstempel 43 von dem Trfiger 28 wieder abgehoben wird. Beim 
nachfolgenden Abkiihlen wird zwischen dem Randbereich 37 des Tragers 28 und der 
parallel zu den beiden Korperhauptflachen 15 und 16 verlaufenden ringfbrmigen 
Begrenzungsflache 45 der Ausnehmung 17 eine Klebeverbindung gebildet, mit der der 

5 Modul 27 an dem Kartenkbrper 14 festgehalten wird. Zum Festhalten des Moduls 27 an 
dem Kartenkarper 14 kann auch ein Klebemittel aus dem Gebiet der sogenannten 
Kaltklebetechnik zum Einsatz kommen. 

Nach dem zuietzt beschriebenen Verfahrensschritt ist eine fertiggestellte Chipkarte 46 als 
Datentrtger gemaB einem ersten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung erhalten. Diese 

10 Chipkarte 46 ist ausschnittsweise in der Figur 9 dargestellt. 

Durch das Einsetzen des Moduls 27 in die Ausnehmung 17 des Kartenkdrpers 14 kommt 
die erste Tragerhauptflache 29 des Tragers 28 der ersten Korperhauptflache 15 des 
Kartenkorpers 14 zugewandt zu liegen, wobei im vorliegenden Fall die erste Tragerhaupt- 
flache 29 mit der ersten Korperhauptflache 15 fluchtet. Weiters kommt die zweite 

15 Tragerhauptflache 30 des Tragers 28 von der ersten Korperhauptflache 15 des 

Kartenkdrpers 14 abgewandt und der zweiten Korperhauptflache 16 des Kartenkflrpers 14 
zugewandt zu liegen. Weiters kommt der als Bauteil vorgesehene Chip 31 in einem sich 
quer, in diesem Fall senkrecht zu der ersten Korperhauptflache 15 und in diesem Fall auch 
senkrecht zu der zweiten Korperhauptflache 16 des KartenkSrpers 14 erstreckenden 

20 Bauteilniveaubereich Z2 des Kartenkdrpers 14 zu liegen. Im vorliegenden Fall Hegt der 
Bauteilniveaubereich Z2 in einem Abstand D2 von der ersten K6rperhauptflache 15. Der 
Abstand D2 weist hierbei einen Wert von etwa 100 urn auf Im vorliegenden Fall, in dem 
der Chip 31 in einer Umhullung 36 eingebettet ist, erstreckt sich der Bauteilniveaubereich 
Z2 des Kartenk&rpers 14 Uber den gesamten Hohenbereich der Umhullung 36. Fur den Fall, 

25 dafi ein Modul zum Einsatz kommt, bei dem der als Bauteil vorgesehene Chip von keiner 
Umhullung umgeben ist bzw. bei dem die Umhullung praktisch niveaugleich mit dem Chip 
ausgebildet ist, ist es ausreichend, wenn der Bauteilniveaubereich Z2 sich nur bis zu dem 
von der zweiten Tragerhaupflache des Tragers abgewandten Endniveaubereich des Chips 
erstreckt. 

30 Wie aus der Figur 9 ersichtlich ist, ist bei dem Datentrager 46 vorteilhafterweise die 
Ausbildung so getroffen, daB die Spulenwindungen 3 der Spule 2 und im vorliegenden Fall 
zusatzlich auch .die beiden SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2 in einem auBerhalb 
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des Bauteilniveaubereiches Z2 liegenden Windungsniveaubereich Zl liegen und daB die 
beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 uber den Bauteilniveaubereich Z2 hindurch und 
im vorliegenden Fall auch uber den Bauteilniveaubereich Z2 hinaus bis zu den beiden 
SpulenanschluBkontakten 4 und 5 reichen. Aufgrund dieser Ausbildung ist 

5 vorteilhafterweise erreicht, daB - trotzdem der Chip 31 und seine Umhallung 36 und die 
beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 von derselben Trftgerhauptfl&che, n&mlich der 
zweiten Tragerhauptflache 30 des Tr&gers 28 des Moduls 27 abstehen - der Verlauf der 
Spulenwindungen 3 der Spule 2 und die Ausbildung der Spule 2 in der Umgebung des aJs 
Bauteil vorgesehenen Chips 31 keinen einschrankenden Einflussen durch die Anwesenheit 

1 0 des Chips 3 1 unterliegen, weil der Chip 3 1 samt seiner Umhullung 36 in einem ganzlich 
anderen Niveaubereich liegt als die Spulenwindungen 3 der Spule 2 und die beiden 
SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der Spule 2. Wie aus der Figur 9 hierbei weiters ersichtlich 
ist, bedeutet die Tatsache, daB die beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 bis zu den 
beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 reichen, nicht, daB die ModulanschluBkontakte 32 

1 5 und 33 und die SpulenanschluBkontakte 4 und 5 sich unmittelbar beriihren. Wie die Figur 9 
zeigt, erfolgt bei dem Datentrager 46 sowohl die mechanische Verbindung zwischen den 
ModulanschluBkontakten 32 und 33 und den SpulenanschluBkontakten 4 und 5 als auch die 
elektrische Verbindung zwischen diesen Kontakten mit Hilfe des elektrisch leitenden 
Klebemittels 26, wodurch eine sichere und alterungsbestandige Verbindung zwischen den 

20 ModulanschluBkontakten 32 und 33 und den SpulenanschluBkontakten 4 und 5 
gewahrleistet ist. Wie aus der Figur 9 weiters ersichtlich ist, sind die beiden 
SpulenanschluBkontakte 4 und 5 beim Frasen der beiden Zugange 21 und 22 geringfugig 
angefrast worden, was aber keinerlei Nachteile mit sich bringt. Es konnten die beiden 
SpulenanschluBkontakte 4 und S ohne nachteilige Auswirkungen auf die elektrisch leitende 

25 Verbindung zwischen den ModulanschluBkontakten 32 und 33 und den 

SpulenanschluBkontakten 4 und 5 sogar zur Ganze durchfrast werden, weil das elektrisch 
leitende Klebemittel 26 die Durchfrasungen in den beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 
zur Ganze ausfullen wurde und auf diese Weise ebenso eine einwandfreie elektrische 
Verbindung zwischen den ModulanschluBkontakten 32 und 33 und den 

30 SpulenanschluBkontakten 4 und 5 geschaffen ware. 

In der Figur 10 ist eine Chipkarte 46 als Datentrager gemaB einem zweiten 
Ausflihrungsbeispiel der Erfindung dargestellt Bei dieser Chipkarte 46 weist der Modul 27 
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zwei elastisch nachgiebig ausgebildete ModulanschluQkontakte 32 und 33 auf, deren Lange 
nominal so gewahlt ist, daB im fertiggestellten Zustand der Datentrfrger 46 gemfiB der 
Figur 10 die beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 aufgrund ihrer elastischen 
Nachgiebigkeit verbogen sind und hierbei ausschlieBIich auf Basis ihrer elastischen 
5 Nachgiebigkeit mit den beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 der Spule 2 in elektrisch 
leitender Verbindung stehen, so daB kein elektrisches leitendes Klebemittel zum Verbinden 
der ModulanschluBkontakte 32 und 33 und der SpulenanschluBkontakte 4 und 5 
erforderiich ist und folglich eingespart werden kann. 

Bei der Chipkarte 46 gemaB der Figur 10 sind mit dem TrSger 28 des Moduls 27 im 
1 0 Bereich seiner ersten Tragerhauptflache 29 vorgesehene weitere ModulanschluBkontakte 
verbunden, die zum Zusammenwirken mit von auBerhalb der Chipkarte 46 mit ihnen in 
Kontaktverbindung bringbaren Gegenkontakten ausgebildet sind. Insgesamt sind bei der 
Chipkarte 46 gemaB der Figur 10 acht solcher weiterer ModulanschluBkontakte 
vorgesehen, von denen in der Figur 10 aber nur zwei weitere ModulanschluBkontakte 47 
1 5 und 48 dargestellt sind. Die weiteren ModulanschluBkontakte sind - wie dies filr die beiden 
weiteren ModulanschluBkontakte 47 und 48 aus der Figur 10 ersichtlich ist - Ober weitere 
Bonddrfihte mit weiteren nicht dargestellten ChipanschluBkontakten (Pads) des Chips 31 
verbunden, von denen in der Figur 10 die beiden weiteren Bonddrahte 49 und 50 dargestellt 
sind. Die weiteren Bonddrahte sind hierbei durch in dem Trfiger 28 vorgesehene Bohrungen 
20 hindurchgefuhrt, von denen in der Figur 10 zwei Bohrungen 5 1 und 52 dargestellt sind. 

Bei dem als Bauteil vorgesehenen Chip 3 1 der Chipkarte 46 gemafl der Figur 10 handelt 
es sich urn einen sogenannten Doppel-Zweck-Chip, dessen im Bereich der zweiten 
Tragerhauptflache 30 vorgesehene ModulanschluBkontakte 32 und 33 mit den 
SpulenanschluBkontakten 4 und 5 der Spule 2 verbunden sind, die zum beruhrungslosen 
25 Datenaustausch zwischen dem Doppel-Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und 
gegebenenfalls zur beruhrungslosen Energieubertragung zu dem Doppel-Zweck-Chip 
vorgesehen ist, und dessen im Bereich der ersten Tragerhauptflache 29 vorgesehene weitere 
ModulanschluBkontakte zum kontaktbehafteten Datenaustausch zwischen dem Doppel- 
Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und zur kontaktbehafteten Energieubertragung 
30 zu dem Doppel-Zweck-Chip vorgesehen sind. 

Auch bei der Chipkarte 46 gemaB der Figur 10 liegen der als Bauteil vorgesehene Chip 
3 1 samt seiner Umhullung 36 und die Spule 2 mit ihren Spulenwindungen 3 und mit ihren 
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beiden SpulenanschluBkontakten 4 und 5 in unterschiedlichen Niveaubereichen, namlich der 
als Bauteil vorgesehene Chip 3 1 samt seiner UmhOllung 36 in dem Bauteilniveaubereich Z2 
und die Spule 2 in dem Windungsniveaubereich Zl, was auch bei der Chipkarte 46 gemaB 
der Figur 10 den groBen Vorteil bringt, daB - trotzdem der Chip 3 1 und seine Umhullung 36 

5 und die beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 von derselben Tragerhauptflache, 
namlich der zweiten Tragerhauptflache 30 des Tragers 28 des Moduls 27 abstehen - der 
Verlauf der Spulenwindungen 3 der Spule 2 und die Ausbiidung der Spule 2 in der 
Umgebung des Chips 3 1 keinen einschrankenden Einflttssen durch die Anwesenheit des 
Chips 31 unterliegen. 

10 In der Figur 1 1 ist eine Chipkarte 46 als Datentrager gemaB einem dritten 

AusfUhrungsbeispiel der Erfindung dargestellt Die Chipkarte 46 gemaB der Figur 1 1 weist 
als Datentragerkorper einen Kartenkorper 14 auf, der in einem KunststofF- 
SpritzguBvorgang hergestellt wurde. Hierbei ist in den spritzgegossenen Kartenkorper eine 
Spule 2 eingebettet, deren Spulenwindungen 3 aus einem sehr dunnen Spulendraht 

15 bestehen. Im Endbereich der auBersten Spulenwindung und im Endbereich der innersten 
Spulenwindung gehen diese beiden Spulenwindungen in abgewinkelte Drahtstiicke iiber, die 
im wesentlichen senkrecht zu den KGrperhauptflachen 15 und 16 und auch senkrecht zu den 
Tragerhauptflachen 29 und 30 verlaufen und die zwei SpulenanschluBkontakte 4 und 5 der 
Spule 2 bilden. Auch bei der Chipkarte 46 gemaB der Figur 1 1 sind die beiden 

20 SpulenanschluBkontakte 4 und 5 mit Hilfe eines elektrisch leitenden Klebemittels 26 mit 
zwei ModulanschluBkontakten 32 und 33 sowohl mechanisch als auch elektrisch leitend 
verbunden. Die beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 sind im vorliegenden Fall 
plattenfbrmig ausgebildet und sind gegenuber der zweiten Tragerhauptflache 30 geringfugig 
erhaben. Die beiden drahtformigen SpulenanschluBkontakte 4 und 5 liegen mit ihren freien 

25 Enden 53 und 54 ganz knapp bei den beiden plattenfbrmtgen ModulanschluBkontakten 32 
und 33 und sind mit letzteren mit Hilfe des elektrisch leitenden Klebemittels 26 sowohl 
mechanisch als auch elektrisch leitend verbunden. 

Wie aus der Figur 1 1 ersichtlich ist, liegen auch bei der Chipkarte 46 gemaB der Figur 1 1 
die Spulenwindungen 3 der Spule 2 in einem auBerhalb des Bauteilniveaubereiches Z2 

30 liegenden Windungsniveaubereich Zl . Im Gegensatz zu den beiden Chipkarten 46 gemafl 
den Figuren 9 und 10 sind aber bei der Chipkarte 46 gemafl der Figur 1 1 die beiden 
SpulenanschluBkontakte 4 und 5, die durch die abgewinkelten Drahtstiicke gebildet sind, 



WO 97/05571 



-22- 



PCT/IB96/00694 



uber einen Teil des Bauteilniveaubereiches Z2 bis zu den beiden ModulanschluBkontakten 
32 und 33 gefiihrt, so daB sie mit ihren freien Enden 53 und 54 ausreichend nah an die 
beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 heranreichen, um mit den beiden 
ModulanschluBkontakten 32 und 33 uber das elektrisch leitende KJebemittel 26 in 

5 elektrischer Kontaktveibindung stehen zu kdnnen. 

Auch bei der Chipkarte 46 gemaB der Figur 1 1 unterliegen der Verlauf der 
Spulenwindungen 3 der Spule 2 und die Ausbildung der Spule 2 keinen einschrankenden 
Einflussen durch die Anwesenheit des Chips 31, obwohl der Chip 3 1 und seine UmhQllung 
36 und die beiden ModulanschluBkontakte 32 und 33 von derselben Tragerhauptflache, 

10 namlich der zweiten Tragerhauptflache 30 des TrSgers 28 des Moduls 27 abstehen. Ein 
weiterer Vorteil bei der Chipkarte 46 gemaB der Figur 11 besteht darin, daB in dieser 
Chipkarte 46 ein ublicher Modul 27 vorgesehen ist, der keine den Chip 3 1 niveaumaflig 
uberragende ModulanschluBkontakte 32 und 33 aufweist, so daB keinerlei Gefahr einer 
Beschadigung der ModulanschluBkontakte 32 und 33 beim Manipulieren des Moduls 27 

15 besteht. 

Bei der Chipkarte 46 gemSB der Figur 1 1 liegen die Spulenwindungen 3 entlang ihres 
gesamten Bereiches bzw. Verlaufes in dem Windungsniveaubereich Zl . Dies muB nicht 
unbedingt so sein, weil die Spulenwindungen 3 in ihrem zu dem Chip 3 1 bzw. zu dessen 
UmhQllung 36 nicht benachbarten, also in einer quer zu den Korperhauptflachen 15 und 16 

20 verlaufenden Richtung dem Chip 3 1 bzw. dessen UmhQllung nicht gegenuberliegenden 
Bereich gegebenenfalls auch innerhalb des Bauteilniveaubereiches Z2 liegen kOnnen, was 
durch entsprechende abgebogene bzw. abgewinkelte Formgebung der Spule 2 erreichbar ist. 
Entscheidend ist im vorliegenden Zusammenhang, daB die Spulenwindungen 3 der Spule 2 
zumindest in ihrem zu dem als Bauteii vorgesehenen Chip 3 1 benachbarten Bereich in 

25 einem auBerhalb des Bauteilniveaubereiches Z2 liegenden Windungsniveau Zl liegen. Der 
vorstehend aufgezeigte Sachverhalt gilt nicht nur fur eine Chipkarte, sondern auch fur 
andere Datentrager mit anderen Formen, etwa einer SchlUsselform oder einer Blockform 
oder einer Stabform. 

Die Erfindung ist auf die vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele nicht 

30 beschrankt. So konnen zum Herstellen eines Datentragerkflrpers und zum Anbringen einer 
Ausnehmung in dem Datentragerkorper auch andere geeignete Techniken zur Anwendung 
kommen, beispielsweise Atztechniken oder Lasertechniken. Auch stehen zum Herstellen der 
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Spulen andere geeignete Techniken zur Verfugung, beispielsweise Atztechniken. Auch 
konnen in einem Datentr&gerkOrper auch zwei oder mehr als zwei Spulen aufgenommen 
sein. Ein in einen Datentrager eingesetzter Modul muB nicht unbedingt nur einen Chip als 
Bauteil cnthalten, sondern kann auch einen Kondensator oder einen dnickempfindlichen 
5 Folienschalter und dergleichen als Bauteil aufweisen. Erwahnt sei weiters noch, dafi in einer 
einen erfindungsgemaBen Datentrager bildenden Chipkarte gegebenenfalls nicht nur ein 
einziger Chip als Bauteil, sondern auch zwei oder mehrere Chips enthalten sein konnen. 
Beispielsweise konnen in einer Chipkarte auch zwei Module mit je einem Chip oder auch ein 
Modul mit zwei Chips zum Einsatz kommen. Bei den vorstehend beschriebenen 
10 Ausfiihrungsbeispielen sind die Trager der Module im Bereich der ersten Kdrperhauptflache 
derKartenkbrper zuganglich, wobei die erste Tragerhauptflache und die erste 
Korperhauptflache bei den Chipkarten gemaB den drei vorstehend beschriebenen 
Ausfiihrungsbeispielen fluchten; es kann aber bei einer Chipkarte auch vorgesehen sein, dafi 
die erste Tragerhauptflache des Tragers eines Moduls von einer Abdeckschicht abgedeckt 
1 5 ist, wobei dann die auBere Begrenzungsflache dieser Abdeckschicht mit der ersten 
Korperhauptflache des Kartenkorpers dieser Chipkarte fluchtet. Bei den vorstehend 
beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen liegen je ein ModulanschluBkontakt und. ein 
SpulenanschluBkontakt in einer genau senkrecht zu den Korperhauptflachen und genau 
senkrecht zu den Tragerhauptflachen verlaufenden Richtung einander gegenQber; dies muB 
20 aber nicht so sein, sondern ein ModulanschluBkontakt und ein SpulenanschluBkontakt 
k6nnen auch in einer schrag zu den Kbrperhauptflachen und den Tragerhauptflachen 
verlaufenden Richtung einander gegenuberliegen, wobei dann der den Bauteilniveaubereich 
der Chipkarte durchsetzende AnschluBkontakt einen gegeniiber den vorgenannten 
Hauptflachen geneigten Verlauf aufweist. 
25 Es ist abschlieBend als wesentliches Faktum noch zu erwahnen, daB bei samtlichen im 
Rahmen dieser Anmeldung beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen von Datentragern die den 
Datentragerkerper begrenzende besagte Kdrperflache, in die die Ausnehmung mQndet, in 
die der Modul eingesetzt ist, eine von auBen zugangliche KGrperauBenflache ist. Dies muB 
aber nicht so sein, weil bei Datentragern gemaB den beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen 
30 nach dem Einbringen des Moduls auf die besagte Korperflache auch noch eine 

Abdeckschicht, beispielsweise in Form einer Abdeckfolie, aufgebracht werden kann, die im 
Falle eines ausschiieBlich fiir einen kontaktlosen Betrieb in einem Datentrager vorgesehenen 
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Moduls diesen Modul zur Ganze abdecken kann und die im Fall eines fur einen 
kontaktbehafteten Betrieb in etnem Datentrager vorgesehenen Moduls diesen Modul 
zumindest unter teilweiser Freistellung der weiteren ModulanschluBkontakte zum 
Zusammenwirken mit Kontaktstiften einer Schreib/Lese-Einrichtung abdecken kann, einen 
solchen Modul aber auch gar nicht abdecken kann, sondern nur die besagte Kfcrperflache. 
Bei einer derartigen Ausbildung ist die KSrperauBenflache des Datentragerkorpers eines 
Datentragers durch die AuBenflache der Abdeckschicht gd)ildet. 
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Patenfrnspritehs; 

1. Datentrager mit einem Datentragerkfcrper, der von einer Korperflache begrenzt ist und 
in den etn Modul und eine gegenQber dem Modul separate, Spulenwindungen und 
mindestens zwei SpulenanschluBkontakte aufweisende Spule aufgenommen ist, wobei der 

5 Modul einen plattenfbrmigen Trager, der im wesentlichen parallel zu der besagten 
Kdrperflache verlauft und der von einer der besagten Korperflache zugewandten ersten 
Tragerhauptflache und von einer von der besagten Korperflache abgewandten und zu der 
ersten Tragerhauptflache im wesentlichen parallelen zweiten Tragerhauptflache begrenzt ist, 
und mindestens einen Bauteil, der in den Datentragerk&rper aufgenommen und mit dem 

10 Trager verbunden und gegenflber der zweiten Tragerhauptflache erhaben ist und der in 

einem sich quer zu der besagten Korperflache erstreckenden Bauteiiniveaubereich liegt, und 
mindestens zwei ModulanschluBkontakte aufweist, die mit dem Trager verbunden und in 
dem Bereich der zweiten Tragerhauptflache vorgesehen sind, und wobei die 
Spulenwindungen der Spule in einem sich quer zu der besagten Korperflache erstreckenden 

15 Windungsniveaubereich liegen und wobei jeder SpulenanschluBkontakt in einer quer zu der 
zweiten Tragerhauptflache verlaufenden Richtung einem ModulanschluBkontakt 
gegenuberliegt und mit letzterem in elektrisch leitender Verbindung steht, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Spulenwindungen der Spule zumindest in ihrem zu dem Bauteil 
benachbarten Bereich in einem auBerhalb des Bauteilniveaubereiches liegenden 

20 Windungsniveaubereich liegen und daB von den ModulanschluBkontakten und von den 
SpulenanschluBkontakten die einen uber mindestens einen Teil des Bauteilniveaubereiches 
bis zu den anderen reichen. 

2. Datentrager nach Anspruch 1, bei der die SpulenanschluBkontakte gemeinsam mit den 
Spulenwindungen der Spule in dem Windungsniveaubereich liegen, dadurch 

25 gekennzeichnet, daB die ModulanschluBkontakte im wesentlichen sich im Niveaubereich der 
zweiten Tragerhauptflache befinden und daB die Spule aus einem Spulendraht bestehende 
Spulenwindungen aufweist und die SpulenanschluBkontakte durch gegenuber den Spulen- 
windungen abgewinkelte, aus dem Windungsniveaubereich herausragende Drahtenden 
gebildet sind, die sich uber mindestens einen Teil des Bauteilniveaubereiches erstrecken und 

30 bis zu den ModulanschluBkontakten reichen. 

3. Datentrager nach Anspruch 1, bei der die SpulenanschluBkontakte gemeinsam mit den 
Spulenwindungen der Spule in dem Windungsniveaubereich liegen, dadurch 
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gekennzeichnet, daB die ModulanschluQkontakte den Bauteil niveaumaBig iiberragen und 
durch den Bauteilniveaubereich hindurch bis zu den in dem Windungsniveaubereich 
liegenden Spulenanschlufikontakten reichen. 

4. Datentrager nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Datentragerk&rper 
5 eine Ausnehmung aufweist, die in die besagte Kerperflache miindet und in die der Modul 

eingesetzt ist, und daB in einem von der besagten Korperfl&che abgewandten Bodenbereich 
der Ausnehmung mindestens zwei von der Ausnehmung bis zu den 
SpulenanschluBkontakten reichende Zug&nge vorgesehen sind, durch die hindurch die 
ModulanschluBkontakte mit den SpulenanschluBkontakten in elektrisch leitender 
1 0 Verbindung stehen. 

5. Datentrager nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Ausnehmung und die 
Zugange zu den SpulenanschluBkontakten durch einen Frasvorgang hergestellt sind. 

6. Datentrager nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB in den Zugangen 
ein elektrisch leitendes Klebemittel vorgesehen ist, mit dem die ModulanschluBkontakte und 

1 5 die SpulenanschluBkontakte elektrisch leitend miteinander verbunden sind. 

7. Datentrager nach einem der AnsprOche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch mit einem 
Siebdruckverfahren hergestellte Leiterbahnen gebildet sind. 

8. Datentrager nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Spulenwindungen und 
20 die SpulenanschluBkontakte der Spule durch mit einem Siebdruckverfahren unter 

Venvendung einer Silberleitpaste hergestellte Leiterbahnen gebildet sind. 

9. Datentrager nach einem der Anspriiche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB mit dem 
Trager des Moduls im Bereich seiner ersten Trfigerhauptfl&che vorgesehene weitere 
ModulanschluBkontakte verbunden sind, die zum Zusammenwirken mit von auBerhalb des 

25 Datentrftgers mit ihnen in Kontaktverbindung bringbaren Gegenkontakten ausgebildet sind. 

10. Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Datentrager als Chipkarte ausgebildet ist. 

1 1 . Verfahren zum Herstellen einer Datentragers, bei dem ein Datentragerkorper her- 
gestellt wird, der von einer K&rperflache begrenzt ist, und bei dem beim Herstellen des 

30 Datentragerkorpers eine Spule, die Spulenwindungen und mindestens zwei 

SpulenanschluBkontakte aufweist, in den DatentragerkGrper aufgenommen wird, wobei die 
Spulenwindungen in einem sich quer zu der besagten Kdrperflache erstreckenden 
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Windungsniveaubereich zu liegen kommen, und bei dem in den Datentragerkorper ein 
Modul aufgenommen wird, der einen plattenfbrmigen, von einer ersten Tragerhauptflache 
und von einer zu der ersten Tragerhauptflache im wesentlichen parallelen zweiten 
Tragerhauptflache begrenzten Trager und einen mit dem Trager verbundenen, gegenuber 
5 der zweiten Tragerhauptflache erhabenen Bauteil und mindestens zwei mit dem Trager 
verbundene, im Bereich der zweiten Tragerhauptflache vorgesehene 
ModulanschluBkontakte aufweist, wobei die erste Tragerhauptflache der besagten 
K&rperflache zugewandt und die zweite Tragerhauptflache von der besagten Kflrperflache 
abgewandt zu liegen kommen und wobei der Bauteil in einem sich quer zu der besagten 
10 Kftrperflache erstreckenden Bauteilniveaubereich zu liegen kommt, und bei dem je ein 
ModulanschluBkontakt und je ein SpulenanschluBkontakt in einer quer zu der zweiten 
Tragerhauptflache verlaufenden Richtung einander gegenuberliegend zu liegen kommen und 
in elektrisch leitende Verbindung gebracht werden, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Spulenwindungen der Spule beim Herstellen des DatentragerkGrpers zumindest in ihrem zu 
1 5 dem Bauteil benachbarten Bereich in einen auBerhalb des Bauteilniveaubereiches 
liegenden Windungsniveaubereich gebracht werden und daB von den 
Modulanschluflkontakten und von den SpulenanschluBkontakten die einen oder die 
anderen in eine Position in dem Datentragerkorper gebracht werden, in der sie sich uber 
mindestens einen Teil des Bauteilniveaubereiches erstrecken. 
20 12. Verfahren nach Anspruch 1 I, bei dem die SpulenanschluBkontakte gemeinsam mit 
den Spulenwindungen der Spule in den Windungsniveaubereich gebracht werden, dadurch 
gekennzeichnet, daB zum Aufhehmen in den Datentragerkorper ein Modul, bei dem die 
ModulanschluBkontakte sich im wesentlichen im Niveaubereich der zweiten Tragerhaupt- 
flache befinden, und eine Spule mit aus einem Spulendraht bestehenden Spulenwindungen 
25 verwendet wird, bei der die SpulenanschluBkontakte durch gegenuber den Spulenwin- 
dungen abgewinkelte, aus dem Windungsniveaubereich herausragende Drahtenden gebildet 
sind, und daB die die SpulenanschluBkontakte bildenden Drahtenden durch mindestens einen 
Teil des Bauteilniveaubereiches hindurch bis zu den ModulanschluBkontakten gebracht 
werden und mit den ModulanschluBkontakten in elektrisch leitende Verbindung gesetzt 
30 werden. 

13. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem die SpulenanschluBkontakte gemeinsam mit 
den Spulenwindungen der Spule in den Windungsniveaubereich gebracht werden, dadurch 
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gekennzeichnet, dafl zum Aufnehmen in den Datentragerkorper ein Modul verwendet wird, 
bei dem die ModulanschluBkontakte den Bauteil des Moduls niveaumaBig iiberragen, und 
daB die ModulanschluBkontakte durch den Bauteilniveaubereich hindurch bis zu den in dem 
Windungsniveaubereich liegenden SpulenanschluBkontakten gebracht werden und mit den 

5 SpulenanschluBkontakten in elektrisch leitende Verbindung gesetzt werden. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB in dem hergestellten 
Datentr&gerkbrper durch Materialabtragung eine Ausnehmung hergestellt wird, die in die 
besagte KflrperfUche mGndet, und daB in einem von der besagten KGrperflache 
abgewandten Bodenbereich der Ausnehmung durch Materialabtragung mindestens zwei von 

10 der Ausnehmung bis zu den SpulenanschluBkontakten reichende Zugange hergestellt 

werden, und daB der Modul mit dem Bauteil und den ModulanschluBkontakten voran in die 
Ausnehmung eingesetzt wird und daB die ModulanschluBkontakte durch die Zugange 
hindurch mit den SpulenanschluBkontakten in elektrisch leitende Verbindung gesetzt 
werden. 

15 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Materialabtragung 
zum Herstellen der Ausnehmung und der Zugange zu den SpulenanschluBkontakten durch 
einen FrSLsvorgang erfolgt. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB vor 
dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung durch die Ausnehmung und durch die 

20 Zugange hindurch mit den SpulenanschluBkontakten eine Priifeinrichtung zum Priifen der 
einwandfireien Funktionstuchtigkeit der Spule in Wirkverbindung gebracht wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB vor 
dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung in die Zugange ein elektrisch leitendes 
KJebemittel eingebracht wird. 

25 18. Verfahren nach einem der Anspriiche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB vor 
dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung in einem Randbereich der zweiten 
Tragerhauptflache des Tragers des Moduls ein HeiBschmelz-Klebemittel aufgetragen wird 
und daB nach dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung auf die erste 
Tragerhauptflache des Tragers des Moduls ein Heizstempel einer Heizvorrichtung zum 

30 Aktivieren des HeiBschmelz-Klebemittels aufgesetzt wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule auf eine Tragerfolie 
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aufgebracht werden und daB danach die Tragerfolie mit den auf ihr aufgebrachten Spulen- 
windungen und SpulenanschluDkontakten der Spule mit mindestens einer weiteren Foiie 
gestapelt wird, wobei die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule 
zwischen der Tragerfolie und einer Deckfolie zu liegen kommen, und daB danach die 
5 gestapelten Folien durch einen Laminiervorgang zum Herstellen des Datentragerkorpers 
laminiert werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB als Tragerfolie, auf die 
die Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule aufgebracht werden, eine 
aus Polycarbonat bestehende Folie verwendet wird. 
10 21 . Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB als Deckfolie, die beim 
Stapeln der Folien den Spulenwindungen und den SpulenanschluBkontakten der Spule 
unmittelbar gegenuberliegt, eine aus Polyvinylchlorid bestehende Folie verwendet wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Spulenwindungen und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch Aufbringen eines 

15 leitfahigen Materials auf die Tragerfolie in einem Siebdruckvorgang hergestellt werden. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daB die Spulenwindungen 
und die SpulenanschluBkontakte der Spule durch Aufbringen einer Silberleitpaste auf die 
Tragerfolie in einem Siebdruckvorgang hergestellt werden. 

24. Modul, der bei einem Datentr&ger nach einem der Anspriiche 3 bis 9 und zum 

20 Verwenden bei einem Verfahren nach einem der Anspriiche 1 3 bis 23 einsetzbar ist und der 
einen plattenfbrmigen Trager, der von einer ersten Tragerhauptflache und von einer zu der 
ersten Tragerhauptflache parallelen zweiten Tragerhauptflache begrenzt ist, und einen mit 
dem Trager verbundenen, gegenuber der zweiten Tragerhauptflache erhabenen Bauteil und 
mindestens zwei mit dem Trager verbundene, im Bereich der zweiten Tragerhauptflache 

25 sich befindende, zum Zusammenwirken mit SpulenanschluBkontakten vorgesehene Modul- 
anschluBkontakte aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB die zum Zusammenwirken mit 
SpulenanschluBkontakten vorgesehenen ModulanschluBkontakte in einer senkrecht von der 
zweiten Tragerhauptflache weg weisenden Richtung den Bauteil niveaumaBig ttberragen. 
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